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(57) Abstract 

The present invention relates 
to a contact device (20) which is 
mainly intended for establishing con- 
tacts between the electric compo- 
nents of electric assemblies and cir- 
cuit supports, such as printed-circuit 
plates, multi-chip modules, flexible 
circuits or the like. According to 
the present invention and in order 
to establish a reliable, cheap and 
high-precision contact between elec- 
tric components and circuit supports, 
the device (20) includes a pressure 
electric connector (21) comprising a 
resilient dielectric, a number of elec- 
tro-conductive connections (22) formed in the connector (21) as well as a number of contact points (25) arranged on the upper (23) and 
lower (24) surfaces of the connector (21), said contact points (25) being linked together by the connections (22). The contact points (25) 
advantageously protrude from the plane of the upper (23) and lower (24) surfaces of the connector (21). This invention also relates to a 
method for making this contact device. 




(57) Ziisammenfassung 

Es wird eine Kontaktiervorrichtung (20) beschrieben, die insbesondere zum Ankontakticren von elektrischen Bauelemciuen in 
elcktrischen Baugnippen an Schaltungstragem, wic Leiterplatten, Multichipmcxiulen, flexiblen Schaltungen oder derglc.ichen verwendet 
werden kann. Urn einc sichere, kostcngunstige und sehr genauc Kontakticrung der Bauelementc an den Schaltungstragem cireichen, 
weist die Kontaktiervorrichtung (20) erfindungsgcmaB cinen cin elastischcs Dielcktrikum aufweisenden elektrischen Andruckverbinder (21), 
eine Anzahl von im Andruckverbinder (21) ausgebildeten clektrisch leitenden Verbindungen (22) und eine Anzahl von auf der Oberseite 
(23) und der Unterseite (24) des elektrischen Andruckverbinders (21) angeordneten Kontaktpunkten (25) auf, wobei die Kontaktpunkte (25) 
Ober die Verbindungen (22) verbunden sind. Die Kontaktpunkte (25) ubenragwi vorteilhaft jeweils die Ebencn der Oberseite (23) und der 
Unterseite (24) des elektrischen Andruckverbinders (2i). Weiterhin wird ein Verfahren zur Herstellung einer solchen Kontaktiei^orrichtung 
beschrieben. 
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KONTAKTIER VORRICHTUNG, INSBESONDERE ZUM ANKONTAKTIEREN VON 
ELEKTRISCHEN BAUELEMENTEN UND SCHALTUNGSTRAGERN, SOWIE 
VERF AHREN ZU DEREN HERSTELLUNG 

_5 

Die vorliegende Erfindung betrifft eine Kontaktiervorrich- 
tung, insbesondere zum Ankontaktieren von elektrischen Bau- 
elementen in elektrischen Baugruppen an Schaltungstragern, 
wie Leiterplatten, Multichipmodulen (MCM) , f lexiblen Schal- 

10 tungen oder dergleichen, sowie ein Verfahren zur Herstellung 
einer Kontaktiervorrichtung . 

Bisher kommen bei der Fertigung von elektrischen Baugruppen 
zur losbaren Ankontaktierung von gehausten und ungehausten 

15 Bauelementen und Displays an Schaltungstrager, wie Leiter- 
platten Oder dergleichen, sogenannte Andruckverbinder bezie- 
hungsweise Kontaktiervorrichtungen zur Verwendung, die bei- 
spielsweise als ^Leitgummi-Folien'' ausgebildet sind. Hierbei 
handelt es sich im allgemeinen um mit metalli'schen- oder Koh- 

20 lepartikeln gefiillte Elastomere, wodurch eine elektrische 
Leitf ahigkeit erzeugt wird. Weiterhin kommen spezielle ela- 
stische Kontaktiervorrichtungen zum Einsatz, die mit Draht- 
knaueln als Kontaktelementen gefullt sind, 

25 Alle bekannten Kontaktiervorrichtungen haben jedoch den Nach- 
teil, daiJ sie teilweise aulierordentlich hohe Anprelikraf te er- 
fordern, um eine einigermalien gute Ankontaktierung zu gewahr- 
leisten. Weiterhin weisen die bekannten Vorrichtungen relativ 
hohe Ubergangs- und Innenwiderstande auf, Schlielilich kann 

30 mit den bekannten Vorrichtungen eine Ankontaktierung von Bau- 
elementen in Vertiefungen der Schaltungstrager , wie sie bei- 
spielsweise bei mit Lotstopplack versehenen Oberflachen vor- 
handen sind, nur unzureichend realisiert werden. 
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Ausgehend vorn bekannten Stand der Technik liegt der vorlie- 
genden Erfindung die Aufgabe zugrunde, eine Kontaktiervor- 
richtung bereitzustellen, bei der die genannten Nachteile 
vermieden warden. Insbesondere soil eine Kontaktiervorrich- 
5 tung bereitgestellt warden, mit der eine sichere, kostenqun- 
stige und sehr genaue Ankontaktierung von elektrischen Bau- 
elementen an Schaltungstrager moglich wird. Weiterhin soil 
ein geeignetes Verfahren zur Herstellung einer Kontaktiervor- 
richtung bereitgestellt werden. 

10 

Die Aufgabe wird gemali einem ersten Aspekt der Erfindung 
durch eine Kontaktiervorrichtung, insbesondere zum Ankontak- 
tieren von elektrischen Bauelementen an Schaltungstrager, ge- 
lost, mit einem ein elastisches Dielektrikum aufweisenden 

15 elektrischen Andruckverbinder, einer Anzahl von im elektri- 
schen Andruckverbinder ausgebildeten elektrisch leitenden 
Verbindungen und einer Anzahl von auf der Oberseite und Un- 
terseite des elektrischen Andruckverbinders angeordneten Kon- 
taktpunkten, wobei die Kontaktpunkte uber die Verbindungen 

20 verbunden sind. 

Die erfindungsgemaiie elastische Kontaktiervorrichtung zeich- 
net sich zunachst dadurch aus, dali eine hohe Kontaktiersi- 
cherheit gewahrleistet wird. Gleichzeitig konnen die notwen- 
25 digen Kontaktkraf te relativ gering gehalten werden. Dies 

fuhrt zu einer Reduzierung des Risikos von Beschadigungen der 
Bauelemente und der Kontaktiervorrichtung. Weiterhin kann die 
Kontaktiervorrichtung dem entsprechenden Design und Layout 
der anzukontaktierenden Bauelemente angepaJit werden. Sie ist 
elastisch, kann auch kleinste AnschluJJraster und Kontaktfla- 
chen bedienen und ist kostengunstig in hohen Stuckzahlen her- 
stellbar. Dariiber hinaus ist eine gezielte Ankontaktierung 
der jeweiligen Kontaktpunkte an den Bauelementen und Schal- 
tungstragern moglich. 



30 
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Die Kontaktiervorrichtung kann nahezu groBenunabhangig in mo- 
dernen Leiterplatten- und MCM-Fertigungen hergestellt werden, 
da sie eine ahnliche Struktur aufweist. 

5 Die Kontaktiervorrichtung stellt insbesondere eine losbare 
elektrische Verbindung von Bauelementen und Schaltungstragern 
dar, die es gestattet, dafi einzelne Bauelemente ausgetauscht 
Oder ersetzt werden konnen. 

10 Die Verbindungen innerhalb des elastischen elektrischen An- 
druckverbinders konnen beispielsweise mittels der sogenannten 
,,Micro-Via-Technik'\ etwa durch Laserstrukrurierung oder der- 
gleichen, hergestellt werden. 

15 Die Art und Weise der Ausgestaltung der einzelnen Verbindun- 
gen innerhalb des elastischen elektrischen Andruckverbinders, 
eine mogliche Verknupfung der Verbindungen untereinander so- 
wie die Verknupfung der Verbindungen mit den einzelnen Kon- 
taktpunkten kann je nach Anwendungsgebiet und Bedarf vorge- 

20 nommen werden. Einzelne Beispiele, die jedoch rein exemplari- 
scher Natur sind und nicht ausschliefiend zu verstehen sind, 
werden welter unten in groiierem Detail beschrieben. 

Bevorzugte Ausgestaltungsf ormen der erf indungsgemafien Kontak- 
25 tiervorrichtung ergeben sich aus den ruckbezogenen Unteran- 
spruchen. 

Erfindungsgemali kann das elastische Dielektrikum aus Silikon- 
kautschuk oder Polyu^ethan gebildet sein. Naturlich ist die 
30 Erfindung nicht auf die Verwendung dieser beiden Materialien 
beschrankt. Vielmehr kann jedes Material verwendet werden, 
daft zum einen elastisch, und zum anderen elektrisch isolie- 
rend ist. 
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In weiterer Ausgestaltung konnen die Kontaktpunkte jeweils 
die Ebene der Oberseite und Unterseite des elektrischen An- 
druckverbinders uberragen. Dadurch lassen sich zum einen Ni- 
veau-Unterschiede in den OberflSchen der anzukontaktierenden 
5 Bauelemente, SchaltungstrSger und dergleichen auf einfache 
Weise ausgleichen. Daruber hinaus kann auf zuverlassige und 
sichere Weise auch eine Ankontaktierung in Vertiefungen der 
Bauelemente und Schaltungstrager vorgenommen werden, was mit 
den bisher bekannten ' Kontaktiervorrichtungen nur unzureichend 
10 moglich war. 

Vorteilhaft konnen die Oberflachen der Kontaktpunkte einen 
Metalluberzug, vorzugsweise einen Golduberzug, aufweisen. Da- 
durch wird die Kontaktiersicherheit weiter erhoht. Naturlich 
15 sind auch andere Metalle als Oberzug denkbar. 

Erfindungsgemafi konnen einzelne Kontaktpunkte, die jeweils 
auf der Oberseite und Unterseite des elektrischen Andruckver- 
binders angeordnet sind, uber die Verbindungen miteinander 
verbunden sein. In bevorzugter Ausgestaltung sind jeweils 
solche Kontaktpunkte, die an jeweils direkt gegeniiberliegen- 
den Positionen auf der Oberseite und Unterseite des elektri- 
schen Andruckverbinde.rs angeordnet sind, uber die Verbindun- 
gen miteinander verbunden. Je nach Bedarf und Anwendungsf all 
kann es aber auch sinnvoll sein, jeweils versetzt zueinander 
auf der Oberseite und Unterseite befindliche Kontaktpunkte 
uber die Verbindungen miteinander zu verbinden. Die vorlie- 
gende Erfindung ist auf keine spezielle Verschaltung der ein- 
zelnen Kontaktpunkte auf der Oberseite und Unterseite des 
elektrischen Andruckverbinders beschrankt. Vielmehr ergibt 
sich die erforderliche Verschaltung aus den zu bedienenden 
Anschlulirastern und Kontaktf lachen der anzukontaktierenden 
Bauelemente. 



20 
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30 
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In weiterer Ausgestaltung konnen einzelne Kontaktpunkte, die 
auf der Oberseite und/oder der Unterseite des elektrischen 
Andruckverbinders jeweiis nebeneinander angeordnet sind, uber 
die Verbindungen miteinander verbunden sein. Dadurch konnen 
noch einfacher auch kleinste Anschlufiraster und Kontaktfla- 
chen der Bauelemente bedient werden. 

Vorteilhaft konnen die Verbindungen im elektrischen Andruck- 
verbinder ein dreidimensionales Schaltungssystem bilden. Da- 
durch kann auch der sogenannte „Translator-Ef f ekt" genutzt 
werden, falls dies erforderlich ist. Ein solcher „Translator- 
Effekt" wird insbesondere dann benotigt, wenn am anzukontak- 
tierenden Baueleraent ein sehr feines Anschluftraster vorliegt, 
wahrend der Schaltungstrager ein groberes Raster aufweist. 
15. Durch das dreidimensionale Schaltungssystem la/it sich die 

Kontaktiersicherheit weiter erhohen. Zusatzlich. kann ein und 
dieselbe Kontaktiervorrichtung universell auch zum Ankontak- 
tieren von unterschiedlichsten Bauelementen verwendet werden. 



10 



20 



Bevorzugt kann das dreidimensionale Schaltungssystem eine Ma- 
anderform aufweisen. 



In weiterer Ausgestaltung konnen wenigstens einige der Ver- 
bindungen in losbarem Kontakt zu anderen Verbindungen im 

25 elektrischen Andruckverbinder angeordnet sein. Dadurch kann 
die Verknupfung der elektrisch leitenden Verbindungen inner- 
halb des elastischen elektrischen Andruckverbinders je nach 
herrschender Kontaktkraft variieren. Das bedeutet, dalJ inner- 
halb des elektrischen Andruckverbinders unterschiedliche 

30 Strukturen des dreidimensionalen Schaltungssystems erzeugt 
werden konnen. Dadurch ist eine Variation der Verbindung von 
einzelnen Kontaktpunkten moglich, wodurch die Flexibilitat 
beim Ankontaktieren verschiedener Bauelemente, sowie die Kon- 
taktiersicherheit weiter erhoht wird. 
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Erf indungsgemaJi kann der elektrische Andruckverbinder aus ei- 
ner oder mehreren Schichten eines elastischen Dielektrikums 
gebildet sein. Je nach Bedarf konnen somit dickere oder dun- 
nere Kontaktiervorrichtungen geschaffen warden, wodurch gro- 
5 flere Niveaudif ferenzen zwischen den einzelnen Bauelementen 
und Schaltungstragern besser ausgeglichen warden konnen. 

In weiterer Ausgestaltung kann der Schaltungstrager auf der 
. Oberseite und/oder Unterseite eine elektrisch leitende 

10 Schicht,, vorzugsweise eine Metallschicht , aufweisen. Ein be- 
vorzugtes' Metall ist Kupfer, allerdings sind auch andere Me- 
talle denkbar, die als elektrische Leiter geeignet sind. Wei- 
terhin kann die Schicht auch aus anderen elektrisch leitenden 
Materialien und Zusammenset zungen hergestellt sein. Als Bei- 

15 spiel hierfur ist unter anderem Silberleitkleber zu nennen. 

Bei Verwendung von zwei oder mehr Dielektrikumsschichten kon- 
nen auch diese auf der Oberseite und/oder der Unterseite eine 
elektrisch leitende Schicht, vorzugsweise eine Metallschicht , 
20 aufweisen. Auch hier ist die Verwendung der vorstehend ge- 
nannten Materialien denkbar und moglich. 

Bevorzugt kann die elektrisch leitende Schicht als Folia aus- 
gebildet sein. Sie kann jedoch auch durch Siebdruck, eine 
25 spezielle Lackierung oder dergleichen gebildet warden. 

In weiterer Ausgestaltung konnen auf der Oberseite und/oder 
der Unterseite des elektrischen Andruckverbinders eine oder 
mehrere Schichten einer Fotofolie vorgesehen sein. 

30 

Erfindungsgemaii konnen die Verbindungen, die in dem elektri- 
schen Andruckverbinder angeordnet sind, uber eine Strukturie-" 
rung der Dielektrikumsschicht (en) , sofern vorhanden der elek- 
trisch leitenden Schicht (en) und sofern vorhanden der Fotofo-' 
35 lie(n) ausgebildet sein. Somit konnen die Verbindungen bei- 
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spielsweise in ,,Micro-Via-Technik'\ etwa mittels Laserstruk- 
turierung, ahnlich wie bei der Fertigung moderner Leiterplat- 
ten, hergestellt werden. Dadurch kann die erf indungsgemalie 
Kontaktiervorrichtung auf besonders kostengunstige Weise her- 
5 gestellt werden. 



Erfindungsgemali konnen die Kontaktpunkte und/oder die Metall- 
schicht(en) galvanisch aufgeformt sein. Weiterhin konnen auch 
die Verbindungen innerhalb des elektrischen Andruckverbinders 
10 galvanisch erzeugt sein. Anstelle einer galvanischen Erzeu- 
gung der genannten Eleinente sind auch andere Erzeugungsarten, 
wie beispielsweise. Leitpastendruck oder dergleichen, moglich. 

Durch die erf indungsgemalie Kontaktiervorrichtung konnen elek- 
15 trische Bauelemente auf einfache und sichere Weise ankontak- 

tiert werden. Die erf orderliche Kontaktkraft sowie der erfor- 

derliche Kontaktweg der einzelnen Kontaktpunkte konnen iiber 

die Elastizitat des Dielektrikums und die Ausgestaltung des. 

aus den Verbindungen bestehenden Schaltungssystems -und hier- 
20 durch beispielsweise durch die Anzahl der vorhandenen Trans- 

latorlagen- eingestellt und an die vorherrschenden Gegeben- 

heiten angepafJt. werden. 

Die Kontaktiervorrichtung kann auch als BGA (ball grid array) 
25 Oder Mikro-BGA ausgefiihrt werden, was eine kostengunstige 

Montage von billigen Produkten und Produkten mit groIJem Volu- 
men ermoglicht. 



Gema/i einem zweiten Aspekt der vorliegenden Erfindung wird 
30 ein Verfahren zur Herstellung einer Kontaktiervorrichtung, 

vorzugsweise zum Ankontaktieren von elektrischen Bauelementen 
an Schaltungstrager, insbesondere zur Herstellung einer wie 
vorstehend beschriebenen erf indungsgemafien Kontaktiervorrich- 
tung bereitgestellt, das erfindungsgemali durch folgende 
35 Schritte gekennzeichnet ist: a) Herstellen eines elektrischen 
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Andruckverbinders mit wenigstens einer Schicht eines elasti- 
schen Dielektrikums, das auf der Oberseite und/oder auf der 
Unterseite mit einer elektrisch leitenden Schicht beschichtet 
wird; b) Strukturieren des Dielektrikums und der elektrisch 
5 leitenden Schicht (en) zur Bildunq einer Anzahl von elektrisrh 
leitenden Verbindungen in dem elektrischen Andruckverbinder ; 
und c) Aufbringen von einer Anzahl von Kontaktpunkten auf der 
Oberseite und Unterseite des elektrischen Andruckverbinders, 
wobei die Kontaktpunkte uber die Verbindungen miteinander 
10 verbunden werden. 

Durch das erf indungsgemalie Verfahren lassen sich auf einfache 
und kostengunstige Weise die vorstehend beschriebenen Kontak- 
tiervorrichtungen herstellen. Zu den Vorteilen, Wirkungen, 
15 Effekten und der Funktionsweise des Verfahrens wird auf die 
obigen Ausfiihrungen zur Kontaktiervorrichtung vollinhaltlich 
Bezug genommen und hiermit verwiesen. 

Die Herstellung des elektrischen Andruckverbinders kann bei- 
20 spielsweise durch Beschichten einer elektrisch leitenden 

Schicht, etwa einer Metallschicht und hier insbesondere einer 
Kupferschicht, mit einem flussigen Dielektrikumsmaterial er- 
folgen.. Die Beschichtung kann durch Gieften (wie bei Lot- 
stopplack) , Spruhen, Schleudern, Walzen oder ahnlichen Ver- 
25 fahren erfolgen. Auch ein Auf laminieren von teilpolymerisier- 
ten Dielektrikumsfolien ist mbglich. Anschlieiiend wird auf 
das Dielektrikumsmaterial auf der der ersten Metallschicht 
gegenuberliegenden Seite eine zweite Metallschicht aufge- 
bracht und das Dielektrikum ausgehartet. Dann kann die Struk- 
30 turierung der Verbindungen vorgenommen werden. 

Bevorzugte Ausf uhrungsf ormen des erf indungsgemalien Verfahrens 
ergeben sich aus den ruckbezogenen Unteranspruchen. 
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Erf indungsgemaiJ konnen zwei oder mehr Schichten eines elasti- 
schen Dielektrikums hergestellt werden, die auf der Oberseite 
und/oder Unterseite mit einer elektrisch leitenden Schicht 
beschichtet werden. Die einzelnen Schichten des Dielektrikums 
5 werden nach ihrer Strukturierung zur Herstellunq des elektri- 
schen Andruckverbinders miteinander verbunden. 

Dadurch konnen auch dickere Kontaktiervorrichtungen geschaf- 
fen werden, die insbesondere beim Ausgleich grolierer Niveau- 
10 differenzen der einzelnen Bauelem.ente von Vorteil sind. Die 
Anzahl der erf orderlichen Schichten ergibt sich je nach Be- 
darf und Anwendungsf all . 

In weiterer Ausgestaltung kann die Oberseite und/oder die Un- 
15 terseite der Dielektrikumsschicht (en) mit wenigstens einer 
Fotofolie beschichtet werden. Die Anzahl der zu verwendenden 
Lagen an Fotofolie ergibt sich je nach Bedarf. Die Fotofo- 
lie(n) kann als Schutz der darunter befindlichen Bauteile 
dienen. Sie kann auch zur Struktuierung der einzelnen Verbin- 
20 dungen herangezogen werden. 

Vorteilhaft kann die Strukturierung der Dielektrikums- 
schicht{en) und/oder der elektrisch leitenden Schicht (en) 
und/oder der Fotofolie (n) durch Laserstrukturierung - 
25 beispielsweise mittels Laserbohren- und/oder durch Photo- 

strukturierung und/oder durch Atzstrukturierung erfolgen. Al- 
lerdings sind auch andere Strukturierungsarten denkbar. 

Erf indungsgemafi konnen die Kontaktpunkte galvanisch auf der 
30 Oberseite und Unterseite des Schaltungstragers aufgebaut wer- 
den, Es sind aber auch die wie welter oben beschriebenen an- 
deren Erzeugungsarten denkbar. 

Vorteilhaft konnen die Kontaktpunkte mit einer Metallschicht , 
35 beispielsweise einer Goldschicht, beschichtet werden. 
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In weiterer Ausgestaltung konnen die einzelnen Dielektrikums- 
schichten uber die Metallschicht (en) zur Bildung des elektri- 
schen Andruekverbinders ankontaktiert warden. 



Die Erfindung wird nun anhand von Ausf uhrungsbeispielen unter 
Bezugnahme auf die beiliegende Zeichnung naher erlautert. Es 
zeigt : 

10 Fig.l eine Anordnung eines elektrischen Bauelements und eines 
Schaltungstragers, die uber eine erf indungsgemalie Kontaktier- 
vorrichtung aneinander ankontaktiert sind; 

Fig. 2 eine weitere Ausf uhrungsf orm der erf indungsgemafien Kon- 
taktiervorricht ungu- 
is Fig. 3 eine andere Ausf uhrungsf orm der erf indungsgema/ien Kon- 
taktiervorrichtung in ihrer Ausgangshohe vor dem Ankontaktie- 
ren; und 

Fig. 4 eine Kontaktiervorrichtung gemaii Fig. 3 in ihrer Kontak- 
tierhohe. nach dem Ankontaktieren. 

20 

In Fig.l ist eine Leiterplatte 10 dargestellt, die uber eine 
Kontaktiervorrichtung 20 an einem elektrischen Bauelement 11 
ankontaktiert ist. Zur Erzeugung einer ausreichenden Kontakt- 
kraft sind an beiden Seiten der Kontaktiervorrichtung 20 Hal- 
25 teelemente 12 vorgesehen. 

Sowohl die Leiterplatte 10, als auch das elektrische Bauele- 
ment 11 weisen ein Kontaktraster mit einer Vielzahl von Kon- 
takten 13 auf. Die einzelnen Kontakte 13 sind uber die Kon- 
30 taktiervorrichtung 20 miteinander verbunden. 

Dazu weist die Kontaktiervorrichtung 20 einen elektrischen 
Andruckverbinder 21 auf, der ein elastisches Dielektrikum 
aufweist. Weiterhin weist der elektrische Andruckverbinder 21 
35 eine Anzahl von elektrisch leitenden Verbindungen 22 auf. Die 
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Verbindungen 22 verbinden jeweils eine Anzahl von Kontakt- 
punkten 25, die auf der Oberseite 23 und der Unterseite 24 
des elektrischen Andruckverbinders 21 angeordnet sind. Die 
Kontaktpunkte 25 stehen jeweils mit den Kontakten 13 der Lei- 
5 terplatte 10 und des elektrischen Bauelements 11 in Verbin- 
dung, wodurch die losbare Ankontaktierung des Bauelements 11 
an der Leiterplatte 10 ermoglicht wird. Die Kontaktpunkte 25 
uberragen die Ebene der Oberseite 23 und Unterseite 24, wo- 
durch auch eine Ankontaktierung in Vertiefungen der entspre- 
10 cheneden elektrischen Bauelemente 10, 11 moglich wird. 

In Fig. 2 ist eine andere Ausf uhrungsf orm der Kontaktiervor- 
richtung 20 dargestellt. Wie bei der in Fig.l dargestellten 
Ausfuhrungsform sind auch in Fig, 2 jeweils solche Kontakt- 

15 punkte 25 uber Verbindungen 22 miteinander verbunden, die di- 
rekt gegenuberliegend auf der Oberseite 23 und der Unterseite 
24 des elektrischen Andruckverbinders 21 angeordnet sind. Im 
Unterschied zu Fig.l sind die Verbindungen 22 jedoch anders 
ausgebildet, so daJ3 sich innerhalb des elektrischen Andruck- 

20 verbinders 21 ein anderes, durch die Verbindungen 22 gebilde- 
tes dreidimensionales Schaltungssystem ergibt. Die Ausgestal- 
tung der jeweils geeigneten Schaltungssysteme ergibt sich je 
nach Anwendungsf all . 

25 In den Fig. 3 und 4 ist noch ein weiteres Ausfiihrungsbeispiel 
einer erf indungsgemalien Kontaktiervorrichtung 20 dargestellt. 

Fig. 3 zeigt die Kontaktiervorrichtung 20 vor dem eigentlichen 
Ankontaktiervorgang mit einer Ausgangshohe „ha". Der elektri- 

30 sche Andruckverbinder 21 weist mehrere Schichten eines ela- 
stischen Dielektrikums auf. Die einzelnen Dielektrikums- 
schichten sind an ihrer Oberseite und Unterseite jeweils mit 
einer Metallschicht 27 beschichtet. Aufierdem ist der gesamte 
elektrische Andruckverbinder 21 auf seiner Oberseite 23 und 

35 seiner. Unterseite 24 mit einer IMetallschicht 26 beschichtet. 
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Weiterhin sind auf der Oberseite 23 und der Unterseite 24 des 
elektrischen Andruckverbinders 21 eine Vielzahl von Kontakt- 
punkten 25 vorgesehen. Die einzelnen Metallschichten 26 und 
27 sowie die Dielektrikumsschichten sind strukturiert und 
5 bilden ein dreidimensionales Schaltungssystem, das aus den 
einzelnen Verbindungen 22 besteht. Ober das aus den Verbin- 
dungen 22 gebildete Schaltungssystem sind sowohl solche Kon- 
taktpunkte 25, die auf der jeweils gegenuberliegenden Ober- 
seite 23 und Unterseite 24 des elektrischen Andruckverbinders 
10 21 angeordnet sind, als auch solche Kontaktpunkte 25 unter- 
einander verbunden, die entweder auf der Oberseite 23 oder 
der Unterseite 24 jeweils nebeneinander angeordnet sind. Re- 
sultierend entsteht eine Kontaktiervorrichtung, die univer- 
sell fur verschiedene Bauelemente mit unterschiedlichen An- 
15 schluUrastern und Kontaktf lachen ausgebildet sind. Durch die 
besondere Ausgestaltung des dreidimensionalen Schaltungssy- 
stems kann der sogenannte „Translator-Ef f ekt" erzeugt werden, 
wodurch Bauelemente und Kontaktiervorrichtungen mit unter- 
schiedlichen Rasterungen der Kontaktpunkte dennoch zufrieden- 
20 stellend aneinander ankontaktiert werden konnen. 

Nach erfolgter Kontaktierung und dem Aufbringen einer geeig- 
neten Kontaktkraft wird die Kontaktiervorrichtung 20 in die 
Kontaktierhohe „he'' zusammengedruckt , wie dies in Fig. 4 dar- 

25 gestellt ist. Durch das Zusammendrucken des elektrischen An- 
druckverbinders 21 werden die das dreidimensionale Schal- 
tungssystem bildenden Verbindungen 22 verschoben. Es resul- 
tiert ein dreidimensionales Schaltungssystem, bei dem im Zu- 
stand der Ankontaktierung die sich jeweils direkt gegenuber- 

30 liegenden Kontaktpunkte 25 auf der Oberseite 23 und der Un- 
terseite 24 des elektrischen Andruckverbinders 21 liber die 
Verbindungen 22 elektrisch miteinander verbunden sind. 



Bei geringerer Kontaktkraft oder bei einer Kontaktkraft, die 
35 uber der gesamten Breite der Kontaktiervorrichtung unter- 
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schiedlich stark ausgebildet ist, la/Jt sich zumindest in 
Teilbereichen des elektrischen Andruckverbinders 21 ein 
Schaltungssystem erzeugen, bei dem auch benachbarte oder zu- 
einander versetzt angeordnete Kontaktpunkte 25 uber die Ver- 
5 bindungen 22 mitelnander verbunden sind. Dadurch lalSt sich 
die Struktur des durch die Verbindungen 22 im elektrischen 
Andruckverbinder 21 gebildeten dreidimensionalen Schaltungs- 
systems uber die Elastizitat des Dielektrikums -und damit des 
elektrischen Andruckverbinders 21-, sQwie uber die Starke der 
10 wirkenden Kontaktkraft je.nach Bedarf einstellen und gegebe- 
nenf alls verandern . 



Nachfolgend wird ein Beispiel fur ein Herstellungsverf ahren 
einer erf indungsgemafJen Kontaktiervorrichtung beschrieben. 
15 Zunachst wird eine dunne Kupferfolie 26 mit flussigem Sili- 
konkautschuk oder Polyurethan als Dielektrikum beschichtet. 
Diese Beschichtung kann mittels GieJien (wie bei Lot- 
stopplack), Spruhen, Schleudern, Walzen oder dergleichen er- 
folgen. Anschlieliend wird eine zweite Kupferfolie 27 auf das 
20 noch fliissige Dielektrikum' auf laminiert . Alternativ dazu kann 
auch eine Kupf erschicht auf das bereits ausgehartete Dielek- 
trikum aufgebracht werden.' Anschlieliend wird das elastische 
Dielektrikum ausgehartet. Danach werden Verbindungen 22 -auch 
Micro-Vias genannt- in die Kupferfolien 26, 27 und das Die- 
25 lektrikum mittels Laserstrukturierung -beispielsweise durch 
Laserbohren- zur Erzeugung einer ersten Durchkontaktie- 
rungsebene eingebracht. Zusatzlich konnen die Metallschichten 
noch photo- oder atzstrukturiert werden. 

30 Je nach Bedarf konnen zur Erzeugung dickerer Kontaktiervor- 
richtungen 20 die bisher beschriebenen Verf ahrensschritte 
mehrmals wiederholt werden. Es entsteht ein elektrischer An- 
druckverbinder- 21 mit der in Fig. 3 dargestellten Struktur. 
Nach dem Ausharten der Dielektrikumsschichten wird die zu- 

35 letzt aufgebrachte Dielektrikumsschicht , das heifit die aulien 
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liegende Dielektrikumsschicht , mit einer oder mehreren Lagen 
Fotofolie beschichtet. Die Fotofolien und je nach Bedarf die 
Dielektrikumsschichten warden zur Bildung der Verbindungen 22 
lasersrtukturiert . Anschlieiiend warden auf der Oberseite 23 
5 und der Unterseite 24 des elektrischen Andruckverbinders 7^ 
Kontakte galvanisch aufgebracht und galvanisch vergoldet. 
Dann warden eine oder mehrere Fotofolien auf der Oberseite 23 
und der. Unterseite 24 des elektrischen Andruckverbinders 21 
aufgebracht. Diese Fotofolien dienen zum einen als Schutz fur 
10 die Kontakte, und zum anderen.als Ausgangsmaterial fur die 
nachfolgende Erzeugung der Kontaktpunkte 25. 

Nun werden die Fotofolien zur Erzeugung der Kontaktpunkte 25 
laserstrukturiert . Anschlieiiend werden die Kontaktpunkte 25 

15 auf den Kontakten galvanisch aufgebaut und danach galvanisch 
vergoldet. Die Fotofolien werden gestrippt und anschliefiend 
wird eine abschliefiende Atzstrukturierung der Oberseite 23 
und der Unterseite 24 vorgenommen. Die resultierende Kontak- 
tiervorrichtung 20 kann zum Ankontaktieren von verschiedenen 

20 elektrischen Bauelementan eingesetzt werden. 
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Paten tanspruch« 



1) Kontaktiervorrichtung, insbesondere zum Ankontaktieren 
von elektrischen Bauelementen an Schaltungstragern, mit 
einem ein elastisches Dielektrikum aufweisenden elektri- 
schen Andruckverbinder (21), einer. Anzahl von im Andruck- 
verbinder (21) ausgebildeten elektrisch leitenden Verbin- 
dungen (22) und einer Anzahl von auf der Oberseite (23) 
und Unterseite (24) des elektrischen Andruckverbinders 
(21) angeordneten Kontaktpunkten (25), wobei die Kontakt- 
punkte (25) uber die Verbindungen (22) verbunden sind. 

2) Kontaktiervorrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB das elastische Dielektrikum aus Silikonkau- 
tschuk Oder Polyurethan gebildet ist. 

20 3) Kontaktiervorrichtung nach Anspruch 1 oder 2, dadurch ge- 
kennzeichnet, dafi die Kontaktpunkte (25) jeweils die Ebe- 
ne der Oberseite (23) und Unterseite (24) des elektri- 
schen Andruckverbinders (21) uberragen. 



15 



25 



4) Kontaktiervorrichtung nach einem der Anspruche 1 bis 3, 
dadurch gekennzeichnet , dafi die Oberflachen der Kontakt- 
punkte (25) einen Metaliaberzug, vorzugsweise einen Gold- 
iiberzug, aufweisen. 



30 5) Kontaktiervorrichtung nach einem der Anspruche 1 bis 4, 
dadurch gekennzeichnet, dafi einzelne Kontaktpunkte (25), 
die jeweils auf der Oberseite (23) und der Unterseitl 
(24) des elektrischen Andruckverbinders (21) angeordnet 
sind, uber die Verbindungen (22) miteinander verbunden 

35 sind. 
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6) Kontaktiervorrichtung nach einem der AnsprOche 1 bis 5, 
dadurch gekennzeichnet, dali einzelne Kontaktpunkte (25), 
die auf der Oberseite (23) und/oder Unterseite (24) des 
elektrischen Andruckverbinders (21) jeweils nebeneinanri^r 
angeordnet sind, iiber die Verbindungen (22) miteinander 
verbunden sind. 

7) Kontaktiervorrichtung nach einem der Anspriiche 1 bis 6, 
dadurch gekennzeichnet, dali die Verbindungen (22) im 
elektrischen Andruckverbinder (21) ein dreidimensionales 
Schaltungssystem bilden. 

8) Kontaktiervorrichtung nach Anspruch 7, dadurch gekenn- 
zeichnet, dali das dreidimensionale Schaltungssystem eine 
Maanderform aufweist. 

9) Kontaktiervorrichtung nach einem der Anspruche 1 bis 8, 
dadurch gekennzeichnet, dali wenigstens einige der Verbin- 
dungen (22) in losbarem Kontakt zu anderen Verbindungen 
(22) im elektrischen Andruckverbinder (21) angeordnet 
sind. 



10) Kontaktiervorrichtung nach einem der Anspruche 1 bis 9, 
25 dadurch gekennzeichnet, dali der elektrische Andruckver- 

binder (21) eine oder mehrere Schichten eines elastischen 
Dielektrikums aufweist. 



15 



20 



30 



11) Kontaktiervorrichtung nach einem der Anspruche 1 bis 10, 
dadurch gekennzeichnet, dali der elektrische Andruckver- 
binder (21) auf der Oberseite (23) und/oder der Untersei- 
te (24) eine elektrisch leitende Schicht (26), vorzugs- 
weise eine Metallschicht, aufweist. 
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12) Kontaktiervorrichtung nach einem der Ansprtiche 10 oder 
11, dadurch gekennzeichnet , dalJ die zwei oder mehr 
Schichten des Dielektrikums auf der Oberseite und/oder 
der Unterseite jeweils eine elektrisch leitende Schicht 
(27), vorzugsweise eine Metallschicht , aufweisen. 

13) Kontaktiervorrichtung nach Anspruch 11 oder 12, dadurch 
gekennzeichnet, daii die elektrisch leitende Schicht (26, 
27) als Folie ausgebildet ist. 



10 



14) Kontaktiervorrichtung nach einem der Anspriiche 1 bis 13, 
dadurch gekennzeichnet, dafJ auf der Oberseite (23) 
und/oder Unterseite (24) des elektrischen Andruckverbin- 
ders (21) eine oder mehrere Schichten einer Fotofolie 

15 vorgesehen ist/sind. 

15) Kontaktiervorrichtung nach einem der Anspruche 1 bis 14, 
dadurch gekennzeichnet, dali die Verbindungen (22) liber 
eine Strukturierung des Dielektrikums oder der Dielektri- 

20 kumsschichten, wahlweise der elektrisch leitenden 

Schicht(en) (26, 27) und wahlweise der Fotofolie (n) aus- 
gebildet sind. 

16) Kontaktiervorrichtung nach einem der Anspruche 1 bis 15, 
25 dadurch gekennzeichnet, dali die Kontaktpunkte (25) 

und/oder die elektrisch leitenden Schicht (en) (26, 27) 
galvanisch aufgeformt sind und/oder dali die Verbindungen 
(22) galvanisch erzeugt sind. 



30 



35 



17) Verfahren zur Herstellung einer Kontaktiervorrichtung, 
vorzugsweise zum Ankontaktieren von elektrischen Bauele- 
menten an Schaltungstrager, insbesondere zur Herstellung 
einer Kontaktiervorrichtung nach einem der Anspruche 1 
bis 16, gekennzeichnet durch folgende Schritte: a) Her- 
stellen eines elektrischen Andruckverbinders mit wenig- 



I 
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stens einer Schicht eines elastischen Dielektrikums , das 
auf der Oberseite und/oder auf der Unterseite mit einer 
elektrisch leitenden Schicht beschichtet wird; b) Struk- 
turieren des Dielektrikums und der elektrisch leitenden 

_5 Schicht (en) zur Bildung einer Anzahl von elektrisch lei- 

tenden Verbindungen in dem elektrischen Andruckverbinder; 
und c) Aufbringen von einer Anzahl von Kontaktpunkten auf 
der Oberseite und Unterseite des elektrischen Andruckver- 
binders, wobei die Kontaktpunkte uber die Verbindungen 
10 miteinander verbunden werden. 

18) Verfahren nach Anspruch 17, dadurch gekennzeichnet , daB 
zwei Oder mehr Schichten eines elastischen Dielektrikums 
hergestellt werden, die auf der Oberseite und/oder Unter- 
15 seite mit einer elektrisch leitenden Schicht beschichtet 

werden und daii die einzelnen Schichten des Dielektrikums 
nach der Strukturierung zur Herstellung des elektrischen 
Andruckverbinders miteinander verbunden werden. 

20 19) Verfahren nach Anspruch 17 oder 18, dadurch gekennzeich- 
net, daR die Oberseite und/oder die Unterseite der Die- 
lektrikumsschicht (en) mit wenigstens einer Fotofolie be- 
schichtet wird/werden. 

25 20) Verfahren nach einem der Anspruche 17 bis 19, dadurch ge- 
kennzeichnet, dall die Strukturierung der elastischen Die- 
lektrikumsschicht (en) , und/oder der elektrisch leitenden 
Schicht (en) und/oder der Fotofolie (n) durch Laserstruktu- 
rierung und/oder durch Photostrukturierung und/oder durch 

30 Atzstrukturierung erfolgt. 

21) Verfahren nach einem der Anspruche 17 bis 20, dadurch ge- 
kennzeichnet, dafi die Kontaktpunkte galvanisch auf der 
Oberseite und Unterseite des elektrischen Andruckverbin- 
35 ders aufgebaut werden. 
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22) Verfahren nach einem der Anspruche 17 bis 21, dadurch ge 
kennzeichnet, dafi die Kontaktpunkte mit einer Metall- 
schicht beschichtet werden. 

5 

23) Verfahren nach einem der Anspruche 18 bis 22, dadurch ge 
kennzeichnet, dali die einzelnen Dielektrikumsschichten 
iaber die elektrisch leitende Schicht (en) zur Bildung des 
elektrischen Andruckverbinders galvanisch aneinander an- 

10 kontaktiert werden. 
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